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单相浸没冷却数据中心的多尺度模型研究

唐于晴1,王占军2,胡孝俊2,宫小明1,方文振1,陶文铨1

（1.西安交通大学能源与动力工程学院,710049,西安；

2.中讯邮电咨询设计院有限公司,100048,北京)

摘要：针对传统冷却方法难以有效应对数据中心高功率密度散热需求，以及局部热点问题易导致设

备性能下降和可靠性降低等问题，提出并发展了数据中心单相浸没液冷多尺度数值模型。首先，由单

相浸没服务器详细模型得到服务器阻力曲线；然后，利用边界条件在不同层级间的传递方式，构建单

相浸没冷却数据中心的多尺度仿真模型；最后，采用准确性经过验证的多尺度模型，研究了不同浸没

腔体流量分配方式对多尺度模型的影响。数值结果表明：所构建的模型显著降低了计算复杂性和资

源要求；相较于异侧出入口方式，采用分配腔+分配歧管方式，得到的流量分配不均匀性降低了

74.67%，芯片节点温度降低了 3.71 ℃；芯片节点温度随腔体进口液体温度呈正比线性变化，与腔体

入口速度呈负增长关系，实现了数据中心浸没腔体级到芯片级完整的仿真链路。
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Multiscale Modeling of Single-Phase Immersion Cooling in Data Centers
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Abstract：To address the challenges traditional cooling methods face in effectively managing the
high power density heat dissipation demands of data centers,as well as issues such as local
hotspots that can lead to decreased equipment performance and reliability,a multiscale numerical
model for single-phase immersion cooling in data centers is proposed and developed.First,

resistance curves for servers are derived from detailed models of single-phase immersion servers.
Then,a multiscale simulation model for single-phase immersion cooling in data centers is
constructed through transferring boundary conditions across different levels.Finally,the effects
of different flow allocation methods in immersion chambers on the multiscale model are studied
using the validated multiscale model.Numerical results indicate that the constructed model
substantially reduces computational complexity and resource requirements.Compared to the
“opposite-side inlet-outlet”method,the use of a “distribution chamber + manifold”method leads
to a 74.67% reduction in flow distribution unevenness and a chip node temperature drop of 3.71 ℃.
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Moreover,the chip node temperature is proportional to the inlet liquid temperature of the
chamber and inversely related to the inlet liquid velocity,thus achieving a complete simulation
chain from the immersion chamber level to the chip level in data centers.
Keywords：data center；single-phase immersion cooling；multiscale model；flow distribution；

chip j unction temperature

  信息技术领域的快速发展给计算领域带来了新

的挑战[1-2]。数据中心的冷却能源需求在过去几年

中显著增长[3]。预计到 2030 年,数据中心的能源消

耗将占全球电力生产的 1 3%[4],其中总能耗的 30%
～50%用于冷却[5]。因此,快速有效地冷却服务器

已成为数据中心的首要任务。目前,大多数数据中

心仍然依赖传统的空气冷却方法,但已无法满足日

益增长的冷却需求[6]。液体冷却技术具有较强的热

传递能力,使得其在数据中心的应用中日益受到

关注。
在单相浸没液体冷却中,将服务器浸入一个密

封腔体,与腔体中的冷却流体进行热传递。冷却流

体在整个冷却过程中保持液态,然后热流体被推到

腔体外部的热交换器进行冷却,最后再循环回到储

罐中[7]。单相浸没液冷能够支持更高的计算密度,
有能力从密集打包的服务器中移除更多的热量,确
保设备在高密度环境下的稳定运行。Pambudi 等[8]

的研究表明,入口温度为 45 ℃时,数据中心电能使

用效率（PUE)最低达到 1.03。Qiu 等[9]、冯帅等[10]

以及 Sun 等[1 1]的研究也证实了浸没式液冷相较于

传统冷却方式的优越性。
在基于浸没冷却散热原理的研究中,Chhetri

等[12]采用回归模型,建立了浸没条件下芯片温度、
功耗和流体流量之间的回归方程。Lionello 等[1 3]结

合实验研究,计算了浸没冷却过程各组件的能量传

递和功率耗散。在系统优化方面,Huang 等[14]建立

了一个单服务器三维数值模型,发现使用泵驱动模

式时,冷却液的平均温度和中央处理器（CPU)的峰

值温度分别降低了 5 5.5%、40.0%,且 PUE 降低了

1 1.6%。Kuncoro 等[1 5]采用田口方法,研究了进出

口位置、入口速度对 CPU 温度的影响。关于结构

和流动路径的优化,Cheng 等[1 6]研究了液体冷却剂

在 3 种不同循环速度下单相浸入式冷却系统的冷却

效果,观察到在低流量下冷却液停滞且热传递不均

匀。Qi 等[1 7]在服务器中添加带有长槽和方孔的流

量分配器,结果表明,流量分配器使热点最大温度比

无流量分配器的模块低 4～8 ℃。Pambudi 等[8]在

不同强制对流流量下对两种类型的电介质液体展开

浸没冷却实验研究,表明浸没冷却的温度比传统冷

却方法低 1 3 ℃。
上述研究均基于较少（少于 5 个)浸没服务器的

浸没冷却研究,而在实际液冷数据中心,为了提高冷

却的功率密度,通常一个浸没腔体包含的服务器个

数均大于 1 0。当研究对象从 1 个浸没腔中的少量

（少于 5 个)服务器扩展到大规模部署时,将有以下

影响：①由于服务器数量增多,造成发热量增大且腔

体内部散热功耗分布不均,从而导致温度分布不均

匀,更易形成局部热点；②服务器增多使得冷却液流

动分布不均匀性增大；③为了提升系统冷却的功率

密度和空间利用率,各服务器之间在腔体中的间隔

距离通常为 5 cm,因此当服务器个数增多时,各服

务器散热的交互影响不能忽略,温度场和流场耦合

作用更加复杂。以上这些因素使得传统的基于少量

服务器的研究结论难以直接推广到实际大规模应用

场景中。
在对多个服务器浸没腔体的研究中,Liu 等[18]

将服务器简化为多孔介质模型,对液冷腔体单相浸

没冷却性能进行优化和综合评价的数值研究。Li
等[1 9]对液冷腔体性能开展实验研究,探讨了入口温

度、冷却液流量和服务器负载比对液冷腔体性能的

影响。液冷数据中心与风冷数据中心多尺度模型类

似[20],由于长度变化范围较大,其冷却过程在几何

学上具有多尺度的特点,一般分为芯片尺度、服务器

尺度、浸没腔体尺度。数据中心的运行导致几乎所有

的电能都转化为热能,且数据中心冷却系统也呈现出

明显的多尺度特性。因此,为降低数据中心的冷却能

耗,需要建立多尺度模型,进一步考虑服务器内部芯

片产生的热量如何被浸没腔体的冷量冷却。
本文由数据中心液冷服务器详细三维模型的仿

真结果,得到数据中心服务器的相关参数,从而构建

数据中心液冷浸没腔的散热模型,完成数据中心服

务器单相浸没冷却过程的多尺度数值模拟,研究了

浸没腔体液流组织对服务器发热器件的散热影响。
建立的多尺度模型既可以考虑热量在芯片级上的分

布,也可以考虑浸没腔级的冷却流体组织对温度分

布的影响,是优化数据中心冷却效果的关键技术,可
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为下一代数据中心设计并部署一个高效的冷却系统

提供解决方案。

1 多尺度模型构建

如图 1 所示,单相浸没冷却数据中心液冷机房

主要由浸没冷却腔、浸没服务器及冷却系统组成,其
房间级、浸没腔级、服务器级与风冷机房类似,在几

何尺寸上呈现多尺度的特点。然而,风冷机房中各

机柜是相互影响的,机房气流分布也受到机柜摆放、
机柜结构、冷热通道布置的影响。单相浸没液冷机

房中每个浸没腔体是独立的,各腔体的热量由冷却

水带走,各腔体的相互影响可以忽略。因此,对于单

相浸没冷却数据中心多尺度模型的研究仅涉及浸没

冷却腔体到浸没服务器级。

图 1 单相浸没液冷数据中心的多尺度模型

Fig.1 Multiscale model of single-phase immersion cooling

  图 1 浸没腔体中包含 1 5 台服务器,服务器模型

由开放计算项目中的 Olympus 服务器详细模型简

化得到,包含 2 个 CPU 散热组件、24 个双列直插内

存模 块（DIMMs)单 元 和 1 个 平 台 控 制 器 中 枢

（PCH)组件。为保证更多液体从服务器内部流过,
采用密封板对服务器之间的间隙进行密封处理。研

究所采用的冷却液为 FC-40 单相冷却液,其导热系

数为 0.06 5 W/（m·K)。

CPU 散热器组件包括各发热元件以及由嵌入

式铝制基底和平肋片组成的集成散热器。选用网格

热阻模型模拟双热阻芯片封装模型,主要封装热阻

包括芯片节点到壳体的热阻 R j a、节点到壳体的热阻

R j c、芯片节点到印刷电路板的热阻 R j b [2 1]。由于 R j a
很难应用于芯片节点温度的计算,因此在实际应用

时,更多地采用节壳热阻R j c和节板热阻 R jb评价器件

的散热能力。选用 FF665 封装型号的芯片热阻值进

行模拟[22],其中R jb=3.2℃/W,R j c=0.13 ℃/W。
对于多尺度系统采用覆盖所有尺度的方法称为

全场模拟方法。对于大型数据中心来说,全场仿真

方法因其巨大的复杂性和计算时间耗费量大而受到

应用限制。本文对数据中心进行多尺度模拟研究,

每个层次均采用三维计算流体动力学/传热模拟,并
将本层次数值结果作为下一层次模拟的边界条件,
使每一层级计算结果耦合。单相浸没冷却数据中心

多尺度模型具体实施方法如图 2 所示。

图 2 单相浸没液冷数据中心多尺度模型实施方法

Fig.2 Implementation method of single-phase immersion
cooling data center multiscale model

先由服务器详细模型得到压降阻力曲线,输入

到浸没腔体模型中；再将浸没腔体仿真得到的服务

器级计算结果作为边界条件,提取到服务器层级的

仿真中,根据服务器入口参数选择层流或者湍流模

型；最后开展服务器层级仿真,得到服务器内部温度
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和速度分布以及芯片节点温度。通过构建数据中心

浸没腔-服务器的多尺度模型,能够显著降低计算资

源,实现全场的快速求解,且可精确反应出浸没腔体

在不同运行参数下的流体分布对服务器芯片节点温

度的影响。

2 数值模型描述

2.1 假设及控制方程

采用雷诺数描述浸没冷却腔体及服务器的入口

流动状态[22],表示如下

Re =ρvD/μ （1)
式中：ρ、v、μ分别为冷却液的密度、入口速度和动力

黏度；D 为水力直径,可表示为

D = 2bh/（b +h) （2)
式中：b 为矩形流通面的宽度,取 0.441 m；h 为矩形

流通面的高度,取 0.042 m。
在光滑管黏性流动中,临界 Re 约为 2 300[23]。

虽然将Re = 2 300作为层流和湍流的分界值具有一

定局限性,但对于特定的实际结构,确定层流和湍流

的转捩点需要采用直接数值模拟（DNS)方法,而对

于本文复杂的几何结构,DNS 计算量非常庞大,较
难实现。针对本文算例,验证得到当 Re = 2 300 时,
采用层流模型和 SST 湍流模型得到的芯片节点温

度分别为 83.21、84.37 ℃,相差不大。因此,对于工

程问题,当过渡区域层流/湍流的分界线不够明确

时,可采用 SST k-ω湍流模型[24]平衡计算成本和精

度,其控制方程如下

∂（ρu jk)
∂x j =τij ∂u i∂x j -β

*ρωk +
∂
∂x j η+η

t

σk 2( )∂k∂x j[ ]
（3)

∂（ρω)
∂t +∂

（ρu jω)
∂x j =α2 ωkτij

∂u i
∂x j -β2ρ

ω2 +

∂
∂x j η+η

t

σω2( )∂ω∂x j[ ]+ρσω2 2ω ∂k∂x j ∂ω∂x j （4)

式中：u 为速度；ρ为密度；i、j 为空间坐标,取为 1 ～
3；k 为湍动能；ω为单位湍动能的耗散率；η为动力黏

度；τij 为湍流应力；β* 为湍流常数,取 0.09；ηt 为湍

流动力黏度,ηt =ρk/ω；σk 2 为湍动能的普朗特数,取
为 1.0,σω2 为湍动能耗散率的普朗特数,取为1.1 6 8；
常系数α2、β2 分别取 0.440 4 和 0.082 8。

2.2 边界条件

为获得多尺度模拟结果,对浸没腔体和服务器

分别进行几何建模。在浸没腔体仿真中,将服务器

详细模型计算的压降曲线作为浸没腔级多孔介质模

型的输入条件。服务器入口速度设置为 0.005 ～

0.050 m/s,以 0.005 m/s 为间隔取 1 0 个点,其压降

随着入口速度的变化如图 3 所示。将得到的压降曲

线输入到浸没腔体多孔介质模型中,作为流体流过

服务器的压降曲线。

图 3 单相浸没液冷服务器的压降曲线

Fig.3 Pressure drop curve of single-phase immersion
cooling server

在液冷数据中心单相浸没腔体模型建立过程

中,设计了 4 种常见的流量分配方式：出入口异侧布

置、出入口同侧布置、分配腔室、分配腔室+分配歧

管,如图 4 所示。绿色部分为服务器,黑色部分为各

服务器间的隔板。给定液体入口速度及温度,腔体

四周为绝热壁面,出口为自由流出。服务器为多孔

介质模型,内部结构无需详细建模。根据输入流量

与阻力的关系,采用 Icepak 仿真软件从阻力压降曲

线拟合出多孔介质模型参数。

（a)异侧出入口

 
（b)同侧出入口

（c)分配腔室

 
（d)分配腔室+分配歧管

图 4 单相浸没腔体的 4 种流量分配方式

Fig.4 Four types of single-phase immersion cooling tank
flow distribution methods

2.3 网格独立性验证

为验证单相浸没腔体的网格独立性,在入口速
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度为 1.1 3 m/s、入口温度为 20 ℃、每个服务器功耗

为 300 W的工况下,通过改变网格数,得到服务器

出口处点 1、点 2、点 3 的温度及服务器平均入口速

度随网格的变化情况,如图 5 所示。由图可见,网格

数达到 5 1 1 862 后,各变量不再随着网格数变化,因
此选择该网格数作为后续计算参数。

（a)温度参考点

（b)温度及入口速度随网格数的变化

图 5 网格独立性验证

Fig.5 Verification of mesh independence

2.4 模型验证

为了验证浸没腔体仿真模型的有效性,将本文

仿真结果与文献[25]的浸没式冷却实验结果、文献

[14]的仿真结果进行对比分析。文献[14]中,仿真

采用的是层流模型。本文针对不同区域,采用层流

模型或 SST 湍流模型,基于相同的几何尺寸、结构

及工况,通过数值仿真模拟了文献[25]的实验过程。
图 6 为单相浸没腔体模型验证结果,图中给出

了热源平均温度的仿真结果与实验数据的对比。由

于实验过程中不可避免的测量误差、材料物性参数

设置差别以及将模拟热源简化为具有均匀热流密度

的体热源等原因,导致本文的仿真结果与文献中的

实验结果和仿真结果出现偏差,其中不同入口速度

下的实验结果与仿真结果的最大偏差为 4.3%。综

上所述,尽管模拟结果与实验结果之间存在小幅度

偏差,但仍处于可接受范围,因此认为当前模型是可

靠且准确的,后续相关研究也可基于此模型展开。

图 6 单相浸没腔体模型验证结果

Fig.6 Verification of single-phase immersion tank

3 结果与讨论

3.1 流量分配方式对单相浸没腔体散热的影响

流量分配方式是影响单相浸没腔体散热性能的

重要因素,合理的流量分配能够显著提高单相浸没

冷却的散热效率。流量分配是指冷却液在浸没腔体

中的流动路径和流量大小的控制方式。在流量分配

方式中,出入口异侧或同侧布置时,腔体结构更加紧

凑,布管更方便。分配腔室的存在能够避免冷却液

在进入散热腔体时形成不均匀分布,与此同时,在进

液腔中搭配分配歧管可提高并控制冷却液进入服务

器的流速,更有利于对不同热流密度的服务器进行

有效冷却。在腔体冷却液入口流量为 0.008 7 m3/s、
流速为 1.7 m/s、入口温度为 20 ℃、单个服务器功耗

为 800 W时,得到 4 种不同腔体流量分配方式下浸

没腔体的液流组织、腔体服务器进口截面的速度及

服务器出口截面的温度分布,如图 7 所示。其中,腔
体服务器进、出口截面位置在图 5 （a)中进行了标

注,腔体液流组织在不同结构下对应的出、入口位置

见图 4。
为评价冷却液流量在各服务器入、出口分布的

均匀性,分别定义 1 5 个服务器入、出口速度和出口

温度的标准差（即不均匀性系数)为σin、σout、σout,T,
表达式如下

σin = 1
N∑

N

i= 1

（v i,in--v in)2 （5)
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图 7 不同流量分配方式下腔体和服务器的流动换热性能

Fig.7 Flow and heat transfer performance of the immersion
tanks and servers under different flow distribution methods

σout = 1
N∑

N

i= 1

（v i,out--v out)2 （6)

σout,T = 1
N∑

N

i= 1

（T i,out--T out)2 （7)

式中：N 为服务器个数；v i,in、v i,out、T i,out 分别为第 i
个服务器的平均入口速度、出口速度和出口温度；
-v in、-v out、-T out 分别为所有服务器的平均入口速度、出
口速度和出口温度。

图 8 给出了不同分配方式下,服务器出入口截

面的入口速度、出口温度和不均匀性系数。
由图 8（a)可见,当出入口分布在腔体异侧时,

液体由腔体底部流入,经过浸没服务器内部后,再由

顶部流出。平均入口速度沿着服务器 1～1 5 呈现整

体下降趋势,第 1 4 个服务器平均入口速度下降达到

最低,为 0.05 6 7 m/s,此时的入口速度不均匀性较

高,达到 0.02 ℃左右。服务器出口位置的温度分布

也极不均匀,第 6、7、8 个服务器的出口温度均超过

22 ℃,出口处的不均匀度达到 0.747 ℃。
由图 8（b)可见,当出入口分布在腔体同侧时,

由于该分配方式的入口位置与前种分配方式一致,
入口速度分布几乎未发生变化,也具有较高的不均

匀性。由于浸没腔体的出口与入口位置在腔体同

侧,服务器出口处的温度均匀性有所提高,此时的

σout为 0.473 m/s。其中,第 6 个服务器的出口温度

最高,为 2 1.7 ℃。
如图 8（c)所示,对于有分配腔的分配方式,入口

速度的不均匀性大大降低,此时的σin约为 0.01 m/s,
相较于没有分配腔的方式,不均匀度降低了 50%。
此时,各服务器平均入口速度均有所降低,最高、最
低平均速度分别为 0.068、0.037 m/s。由图 7 液流

组织可知,浸没腔体右上角处产生了热回流和滞留

区,导致该区域的服务器不能得到有效冷却,因此在

服务器出口截面右上角区域产生了局部热点区域,
此时第 1 3、14 个服务器出口处的平均温度最高达到

2 1.9 ℃。
由图 8（d)可见,当采用分配腔+歧管流量分配

方式时,液体先经过入口流入分配腔中,再由入口处

的分配歧管进入到各服务器中。该分配方式下,各
服务器入口处的平均速度与有分配腔的方式相类似,
各服务器的入口速度差异较小,σin约为 0.01 m/s,服
务器最大平均入口速度为 0.086 m/s,较仅有分配

腔的方式提高了 2 6.5%。同时,该分配方式出口温

度均匀性最高,σout约为 0.1 9 m/s,较异侧分布方式

的不均匀性降低了 74.67%。

（a)异侧出入口

  
（b)同侧出入口
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（c)分配腔

  
（d)分配腔+歧管

图 8 不同流量分配方式下各服务器的入口速度、出口温度和不均匀性系数

Fig.8 Inlet velocity,outlet temperature and non-uniformity coefficients for each server under different flow distribution methods

  综上所述,入口服务器速度分配均匀性由好到

次排序为有分配腔结构、分配腔+歧管结构、同侧出

入口、异侧出入口。首先,对于有分配腔的结构,流
体从入口进入分配腔时,由于腔体截面积显著增大,
导致流速急剧降低,流体动能转化为压力能,降低了

入口扰动的影响。分配腔作为缓冲区域,能够平衡

入口处的局部高压和低压区域,使得腔体内的静压

分布趋于均匀。各服务器入口处的压力梯度减小,
流速分布更加均匀。对于分配腔+分配歧管结构,
分支结构导致各支路的流动阻力不一致,且对于黏

度较高的氟化液,更容易放大因黏性阻力引起的流

动不均。同侧进出口速度分配的均匀性略优于异侧

进出口,主要原因是,同侧结构的对称性较好,压力

分布均匀,湍流混合效果良好,从而提升了各服务器

出入口流速分布均匀性。
值得注意的是,虽然此时腔体入口速度下腔体

内流动为湍流流动,但对于不同的分配方式,各服务

器的入口速度不同,在异侧和同侧出入口的分配方

式下,各服务器入口速度均高于 0.054 7 m/s,因此

对这两种方式下多尺度模型中服务器详细模型的计

算采用 SST湍流模型。对于有分配腔及分配腔+分

配歧管的这两种方式,有部分服务器入口速度低于

0.054 7 m/s,此时对这部分服务器详细模型采用层流

模型进行计算。当腔体冷却液入口速度为 1.7 m/s
时,对于分配腔结构,第 1～7 服务器均采用层流模

型计算；对于分配腔+分配歧管结构,第 1～6 服务

器均采用层流模型计算。
表 1 将不同分配方式下最低入口速度服务器的

平均出入口速度进行了汇总。由表可知,无分配腔

的分配方式使得位于腔体靠后位置服务器的入口速

度最低,中间位置服务器的出口温度最高。分配腔

分配方式下,使位于腔体靠前位置服务器的入口速

度最低,靠后位置服务器的出口温度最高。尽管分

配腔+分配歧管的分配方式以降低入口速度的代价

换取了入口速度的均匀性,但服务器的最高平均出

口温度仍然保持最低。由此可知,分配腔体+歧管

的分配方式既具有均匀分配的特点,也不会使得服

务器所处的热环境变差。

表 1 不同流量分配方式下腔体的流动与换热参数

Table 1 Flow and heat transfer parameters of the immersion tank under different flow distribution methods

分配方式
入口速度最低的

服务器编号

最低平均入口

速度/（m·s-1)
出口温度最高的

服务器编号

最高平均

出口温度/℃
σin/（m·s-1)σout/（m·s-1)

异侧出入口 1 4 0.05 7 6 22.5 9 0.020 2 0.747

同侧出入口 1 4 0.060 6 2 1.72 0.01 9 3 0.452

分配腔 1 0.037 1 3 2 1.94 0.010 9 0.473

分配腔+歧管 2 0.044 14 2 1.05 0.01 2 5 0.1 92

3.2 流量分配方式对芯片节点温度的影响

根据上文分析,选择出口温度最高的服务器,研
究其内部速度和温度的分布情况。即异侧和同侧出

入口选择第 6 个服务器,分配腔和分配腔+歧管分

别选择第 1 3、第 1 4 个服务器。根据浸没腔体的计

算结果,提取服务器出入口及四周壁面的温度作为
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第一类边界,提取服务器入口处的速度条件和出口

压力条件输入服务器详细模型,设置服务器内壁为

无滑移壁面边界。在浸没腔体中,单个服务器的功

耗为 800 W,其中单个 CPU 功耗为 32 5 W,PCH 组

件功耗为 30 W,DIMMs 总功耗为 1 20 W。

采用单相浸没腔体多尺度模型开展计算,得到

不同流量分配方式对服务器芯片温度的影响,如
图 9 所示。由图可见,服务器内部的速度分布受入口

速度分布的影响较大,尽管浸没腔体的入口速度相

同,但对于不同的流量分配方式,相同位置服务器的

入口速度分布并不相同。由此可见,为捕捉服务器

入口速度非均匀分布特性,需采用多尺度模型。

图 9 不同流量分配方式下服务器的流场和温度分布

Fig.9 Flow field and temperature contour of servers under
different flow distribution methods

由图 9 可见,对于无分配腔（即异侧、同侧出入

口)结构,由于其均匀性较差,流体流入腔体后流动

截面突然扩大使得压力降低,容易产生流动分离和

涡流,导致服务器入口处出现回流。大部分用于冷

却发热器件的流体回流至腔体中,使得服务器内部

组件不能得到有效冷却。同时,邻近出口的右上角

区域也出现回流区,而对于异侧出入口的分配方式,
回流情况则更为严重,使得 CPU1 芯片出现再加

热,导致该芯片的节点温度上升。有分配腔的流量

分配方式提高了入口速度的均匀性,避免了入口处

出现回流,使得服务器内部的流场分布更加均匀,换
热能力大大提高,芯片节点温度也更低。而对于仅

有分配腔的结构,由于没有分配歧管的引导,流体在

分配腔内的流动方向无法得到有效引导,使得几何

形状突扩的出口区域形成局部低压区,导致回流。
同时搭配有歧管的分配方式可使得右上角区的回流

区明显减弱,CPU1 节点温度降低。在这两种分配

方式中,左侧入口速度均高于右侧入口速度,导致左

侧芯片 CPU2 的节点温度低于右侧 CPU1 芯片的

节点温度。
图 1 0 统计了各分配方式下芯片节点温度。由

图可见,异侧出入口、同侧出入口、分配腔、分配腔+
歧管这 4 种 流 量 分 配 方 式 下,各 服 务 器 CPU1、

CPU2 的节点温度分别为 88.21 和 86.92 ℃、85.95
和 86.87 ℃、83.75 和 84.99 ℃、84.50 和 84.64 ℃。
相较于异侧出入口方式,分配腔+歧管的分配方式

使得芯片温度降低了 3.71 ℃。若以芯片节点温度小

于 85 ℃为安全工作温度,当服务器功耗为 800 W、浸
没腔体总功耗为 12 kW、腔体入口速度为 1.7 m/s 时,
选择分配腔和分配腔+歧管的分配方式,能将芯片工

作维持在安全温度内。

图 1 0 不同流量分配方式下 CPU 芯片的节点温度

Fig.10 Chip node temperature under different flow
distribution methods
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3.3 腔体流体进口温度对芯片节点温度的影响

在单相浸没冷却中,较低的入口温度有助于更

高效散热,从而降低芯片的温度,确保系统的稳定性

和可靠性。然而,入口温度过低会引起冷却系统能

耗增加,不利于数据中心的经济运行。为了研究腔

体进口流体温度对 CPU 芯片的影响,同时与空气

冷却进行对比,设置服务器功耗为 300 W。此时,服
务器功耗降低,浸没腔体的入口速度也相应降低。

设置腔体入口速度为 0.646 m/s,选择分配腔+歧

管的分配方式,采用多尺度模型研究芯片节点温度

随腔体进口流体温度的变化规律。

由腔体模型求解 k-ε湍流方程,得到的各服务

器平均入口速度均低于 0.054 7 m/s,因此在多尺度

仿真方法中,选用层流模型求解服务器内部的流动

与换热过程。腔体液体入口温度 T f,tank_in为 20～45
℃时,第 1 4 号服务器芯片 CPU1 和 CPU2 的节点温

度 T CPU1和 T CPU2 随流体入口温度的变化如图 1 1 所

示,可见其呈正比关系。

图 1 1 不同腔体进口流体温度下芯片的节点温度

Fig.1 1 Chip node temperature under different tank

inlet liquid temperatures

由图 1 1 可见,当进口流体温度为 20 ℃时,此时

CPU1 和 CPU2 节点温度均为 41 ℃左右,远远低于

芯片安全工作温度阈值。当流体温度增加到 45 ℃
时,芯片节点温度达到 6 6 ℃。此时,由于仅改变了

腔体进口的流体温度,而温度变化不大对流体物性

的影响较小,且在浸没腔体湍流流动换热下自然对

流换热占比较少,因此服务器等效对流换热系数几

乎不会变化,腔体进口流体温度与芯片节点温度之

间满足线性拟合关系。拟合得到 CPU1 和 CPU2
节点温度 T CPU 1、T CPU2 与腔体进口流体温度 T f,tank_in

之间的关系见图 1 1,直线的决定系数 R 2 约为 1,表
明模型能够完全拟合数据。根据计算结果,当腔体

流体的入口温度高达 64 ℃时,芯片节点温度刚好达

到安全阈值 85 ℃。由此可知,当单个服务器功耗为

300 W、整个浸没腔体功耗为 4.5 kW 时,采用进口

速度为 0.646 m/s、温度不高于 64 ℃的氟化液可使

芯片工作在安全温度以下。在液冷数据中心的实际

运行中,液体温度一般不会达到 64 ℃,而根据研究

结果,当液体温度维持在 3 5 ℃左右时,仍能保持低

功耗芯片的高效运行。然而,对于风冷数据中心,

CPU 芯片温度远远高于液冷服务器的芯片工作温

度[26]。因此,相较于风冷数据中心,液冷数据中心

能以更低的进液速度使得芯片工作温度更低,且具

有更强换热能力。

3.4 腔体流体进口速度对芯片节点温度的影响

对于单相浸没散热,流体流速是影响冷却效果

的重要指标。流速的增加能够改善流体与浸没组件

之间的对流换热以增强散热性能,从而得到更均匀

的温度分布和冷却效果。然而,流速过高会引起系

统振动、摩擦损失增加及所需泵功增大。为了明晰

腔体流速对芯片散热的影响,采用多尺度模型研究

了分配腔+歧管分配方式下、腔体流体进口温度为

20 ℃时,芯片节点温度随流体进口速度的变化规

律。为使腔体中流体的流动仍为湍流流动,通过计

算雷诺数,将入口速度设为 0.100～0.646 m/s,上
述范围内的仿真结果表明,服务器内部的流动均为

层流,因此选取层流模型开展计算。图 1 2 展示了将

第 1 4 个服务器作为研究对象时,不同腔体进口流体

速度下芯片的节点温度。

图 1 2 不同腔体入口速度下芯片的节点温度

Fig.12 Node temperature under different inlet

liquid velocities

如图 1 2 所示,芯片节点温度随着腔体入口速度

的升高而整体出现下降趋势。当腔体入口速度为

0.1 m/s 时,芯片节点温度为 46 ℃；当腔体入口速度
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提高至 0.646 m/s 时,芯片节点温度降低至 41 ℃。
这是因为,流体入口速度的提高增大了液体与芯片换

热的等效对流换热系数,加快了芯片散热。由于等效

对流换热系数与腔体入口速度成非线性关系,因此当

入口速度为 0.400～0.646 m/s 时,芯片节点温度随

着入口速度的增加,降低速度放缓。由此可知,当腔

体入口速度高于 0.400 m/s 时,采用提高腔体入口速

度的方法,并不会使得芯片的节点温度显著降低。

4 结 论

本文建立了单相浸没液冷数据中心多尺度数值

仿真模型,研究了 4 种不同浸没腔体流量分配方式

对多尺度模型的影响,同时利用多尺度数值模型,研
究了不同腔体进口液体温度、流速等条件下芯片节

点温度的变化,得到以下主要结论。
（1)对比分析单相浸没冷却仿真模型与实验数

据,结果表明,仿真结果与实验结果的最大偏差为

4.3%,验证了模型的准确性和可靠性。该模型能够

有效预测浸没冷却系统中的流动与传热特性,可为

优化冷却性能提供理论依据。
（2)采用分配腔+分配歧管的分配方式,既能维

持各服务器入口温度、速度的均匀性,也能有效提高

服务器芯片级的冷却效率。根据多尺度模型仿真结

果,相较于异侧进出口,分配腔+分配歧管方式下出

口速度的不均匀性降低了 74.67%,芯片节点温度

降低了 3.71 ℃。
（3)采用多尺度模型研究了分配腔+分配歧管

方式下芯片节点温度随腔体进口流体温度和速度的

变化规律,结果表明,芯片节点温度与腔体进口流体

温度呈正比线性变化,与腔体进口流体速度成负增

长关系。在服务器单功耗为 300 W、流体速度为

0.646 m/s 时,液体温度维持在 3 5 ℃,能够保证芯

片的高效运行。
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